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Sicherheit

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.
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(safety information).
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Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,
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Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
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Sicherheitspriifungscheckliste

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um mdgliche Gefahrenquellen am System zu
identifizieren. Beim Design und der Herstellung jedes Computers wurden erforderliche Sicherheitselemente
installiert, um Benutzer und Kundendiensttechniker vor Verletzungen zu schitzen.

Anmerkung: Das Produkt ist nicht fir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplédtzen im Sinne § 2 der
Arbeitsstattenverordnung geeignet.

Vorsicht:

Dieses Gerat muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern installiert und gewartet werden (gemas
NEC, IEC 62368-1 und IEC 60950-1, den Sicherheitsstandards fiir elektronische Ausriistung im Bereich
Audio-, Video-, Informations- und Kommunikationstechnologie). Lenovo setzt voraus, dass Sie fiir die
Wartung der Hardware qualifiziert und im Umgang mit Produkten mit geféhrlichen Stromstérken
geschult sind. Der Zugriff auf das Gerat erfolgt mit einem Werkzeug, mit einer Sperre und einem
Schliissel oder mit anderen SicherheitsmaBnahmen. Der Zugriff wird von der fiir den Standort
verantwortlichen Stelle kontrolliert.

Wichtig: Die elektrische Erdung des Systems ist fiir die Sicherheit des Bedieners und die ordnungsgeméBe
Funktionalitat erforderlich. Die ordnungsgemaBe Erdung der Netzsteckdose kann von einem zertifizierten
Elektriker Uberprift werden.

Stellen Sie anhand der folgenden Prifliste sicher, dass es keine mdglichen Gefahrenquellen gibt:
1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstrom ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.
2. Prifen Sie das Netzkabel.

¢ Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss in gutem Zustand ist. Messen Sie mit einem
Messgerat, ob die Schutzleiterverbindung zwischen dem externen Schutzleiterkontakt und der
Rahmenerdung 0,1 Ohm oder weniger betragt.

¢ Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Typ Netzkabel verwenden.

Um die fiir den Server verfiigbaren Netzkabel anzuzeigen:
a. Rufen Sie die folgende Website auf:
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http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Klicken Sie auf Preconfigured Model (Vorkonfiguriertes Modell) oder Configure to order (Fiir
Bestellung konfigurieren).

c. Geben Sie Maschinentyp und Modell lhres Servers ein, damit die Konfigurationsseite angezeigt
wird.

d. Klicken Sie auf Power (Energie) = Power Cables (Netzkabel), um alle Netzkabel anzuzeigen.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Isolierung nicht verschlissen oder abgenutzt ist.

3. Prifen Sie das Produkt auf Anderungen hin, die nicht durch Lenovo vorgenommen wurden. Achten Sie
bei Anderungen, die nicht von Lenovo vorgenommen wurden, besonders auf die Sicherheit.

4. Uberpriifen Sie den Server auf Gefahrenquellen wie Metallspéne, Verunreinigungen, Wasser oder
Feuchtigkeit, Brand- oder Rauchschaden, Metallteilchen, Staub etc.

5. Prifen Sie, ob Kabel abgenutzt, durchgescheuert oder eingequetscht sind.

6. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente an der Netzteilabdeckung (Schrauben oder Nieten)
nicht entfernt oder manipuliert wurden.
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Kapitel 1. Einfuhrung

Lenovo ThinkSystem SD530 V3 (Typen 7DD3 und 7DDA) ist ein dichter, wirtschaftlicher Knoten mit

2 Stecksockeln in einem 1U-Rack-Formfaktor. Durch die Kombination der Effizienz und Dichte von Blades
mit dem Mehrwert und der Einfachheit von rackbasierten Servern stellt SD530 V3 eine kosteneffiziente
Scaleout-Plattform dar, deren Warmedesign maximale Leistung bei sehr geringem Platzbedarf ermdglicht.
Das System besteht aus einem 2U D3 Gehause (Typen 7DD0 und 7DD7) mit bis zu vier SD530 V3 Knoten,
alle mit Zugriff von der Vorderseite. Jeder Knoten enthélt zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren der finften
Generation. SD530 V3 ist optimal fiir verschiedene Workloads geeignet, darunter Cloud, Analyse, Kl und
auch rechenintensive Anwendungen, z. B. Computer Aided Engineering (CAE) oder Electronic Design
Automation (EDA).

Produktmerkmale

Bei der Entwicklung lhres Systems standen die Kriterien Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlassigkeit
und Erweiterungsféhigkeit im Vordergrund. Diese Produktmerkmale erméglichen es Benutzern, die
Systemhardware so anzupassen, dass bereits bestehende Anforderungen erfiillt und zugleich flexible
Erweiterungsmoglichkeiten fir die Zukunft bereitgestellt werden.

Gehausemerkmale

¢ Funktionalitat fiir redundante optionale Stromversorgung

Das Geh&ause unterstitzt bis zu drei CRPS-Hot-Swap-Wechselstromnetzteile mit 1.300 Watt, 1.600 Watt
oder 2.700 Watt, die fir Redundanz sorgen.

Wichtig: Die Netzteile und redundanten Netzteile im Gehause miissen dieselbe Marke, Nennleistung,
Wattleistung oder Effizienzstufe sowie die dieselbe Verriegelungsfarbe aufweisen.

¢ Gehauseverwaltung
Die Gehausemittelplatine ermdglicht Benutzern die einfache Verwaltung der Systemnetzteile und Knoten.
Sie Uberwacht den Status von Knoten, Netzteilen und Geh&duse mit Ereignisprotokollen.

Knotenmerkmale
Der Knoten bietet die folgenden Produktmerkmale und Technologien:
¢ Features on Demand

Wenn eine ,,Features on Demand“-Funktion in das System oder in eine im System installierte
Zusatzeinrichtung integriert ist, kdnnen Sie einen Aktivierungsschlissel erwerben, um diese Funktion zu
aktivieren. Informationen zu ,Features on Demand” finden Sie unter:

https://fod.lenovo.com/Ilkms

Intel® On Demand ist eine Funktion, die es dem Benutzer erméglicht, die Leistungsfahigkeit des
Prozessors an das Arbeitsaufkommen und die anstehenden Aufgaben anzupassen. Weitere Informationen
finden Sie unter ,,Intel® On Demand aktivieren® im Benutzerhandbuch.

© Copyright Lenovo 2024 1


https://fod.lenovo.com/lkms

N

Lenovo XClarity Controller (XCC)

Der Lenovo XClarity Controller ist der allgemeine Management-Controller fir die Lenovo ThinkSystem-
Serverhardware. Der Lenovo XClarity Controller konsolidiert verschiedene Managementfunktion in einem
einzigen Chip auf der Systemplatine des Servers. Zu den einzigartigen Funktionen von Lenovo XClarity
Controller gehdren die verbesserte Leistung, Remote-Video mit héherer Auflésung und erweiterte
Sicherheitsoptionen.

Das System unterstitzt Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Weitere Informationen zu Lenovo XClarity
Controller 2 (XCC2) finden Sie unter https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

UEFI-kompatible Server-Firmware

Die Lenovo ThinkSystem Firmware ist kompatibel mit der Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

UEFI ersetzt das BIOS und definiert eine Standardschnittstelle zwischen dem Betriebssystem, der
Plattform-Firmware und externen Einheiten.

Lenovo ThinkSystem Server konnen UEFI-konforme Betriebssysteme, BIOS-basierte Betriebssysteme
und BIOS-basierte Adapter sowie UEFI-konforme Adapter booten.
Anmerkung: Das System bietet keine Unterstitzung fur Disk Operating System (DOS).

Active Memory
Active Memory verbessert die Zuverldssigkeit des Speichers durch Speicherspiegelung. Im
Speicherspiegelungsmodus werden Daten auf zwei DIMM-Paaren auf zwei Kanélen gleichzeitig repliziert

und gespeichert. Bei Auftreten eines Fehlers wechselt der Speichercontroller vom ersten DIMM-Paar zum
DIMM-Sicherungspaar.

GroBe Systemspeicherkapazitat

Das System unterstitzt TruDDR5 DIMMSs, die mit bis zu 5.600 MHz betrieben werden. Weitere
Informationen zu den bestimmten Typen und der maximalen Speicherkapazitat finden Sie unter
»lechnische Daten des Knotens“ auf Seite 5.

GroBe Datenspeicherkapazitat

Der Knoten unterstitzt bis zu zwei E3.S-1T-Laufwerke.
Funktion ,Lightpath Diagnostics*
Mithilfe der Anzeigen der Funktion ,Lightpath Diagnostics” kénnen Sie Fehler diagnostizieren. Weitere

Informationen zur Funktion ,Lightpath Diagnostics” finden Sie unter ,,Fehlerbehebung nach
Systemanzeigen und Diagnoseanzeige” auf Seite 31.

Mobiler Zugriff auf die Website mit Lenovo Serviceinformationen

Auf dem Systemserviceetikett, das an der oberen Abdeckung des Knotens angebracht ist, befindet sich
ein QR-Code. Diesen kdénnen Sie mit dem QR-Code-Lesegerat und -Scanner eines mobilen Geréts
scannen, um schnellen Zugriff auf die Website mit Lenovo Serviceinformationen zu erhalten. Die Website

mit den Lenovo Serviceinformationen stellt weitere Informationen zur Komponenteninstallation sowie
Videos zum Ersetzen von Komponenten und Fehlercodes fir die Systemunterstiitzung zur Verfligung.

Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager ist eine Strom- und Temperaturverwaltungslésung flir Rechenzentren.
Mit Lenovo XClarity Energy Manager kdnnen Sie den Energieverbrauch und die Temperatur von
Converged, NeXtScale, System x und ThinkServer Lésungen Uberwachen und verwalten sowie die
Energieeffizienz verbessern.

ThinkSystem RAID-Unterstiitzung
Das ThinkSystem RAID bietet Software-RAID-Unterstitzung fir die RAID-Stufen 0 und 1.

ThinkSystem SD530 V3 Systemkonfigurationshandbuch
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Tech-Tipps

Die Lenovo Supportswebsite wird fortlaufend mit den neuesten Tipps und Verfahren aktualisiert, mit deren

Hilfe Sie Fehler beheben kdénnen, die mdglicherweise bei lnrem Server auftreten. Diese Tech-Tipps (auch als

Retain-Tipps oder Service-Bulletins bezeichnet) stellen Vorgehensweisen zur Umgehung von Fehlern oder

Lésung von Problemen im Betrieb lhres Servers zur Verfigung.

So finden Sie die fur lhren Server verfligbaren Tech-Tipps:

1. Rufen Sie http://datacentersupport.lenovo.com auf und navigieren Sie zur Unterstitzungsseite fur Ihren

Server.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf How To's (Anleitungen).
3. Wahlen Sie im Dropdown-Menii Article Type (Art des Artikels) = Solution (L6sung) aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm flir die Auswahl der Kategorie lhres aktuellen
Problems.

Sicherheitsempfehlungen

Lenovo hat sich der Entwicklung von Produkten und Services verschrieben, die den héchsten
Sicherheitsstandards entsprechen, um seine Kunden und ihre Daten zu schiitzen. Wenn potenzielle
Sicherheitsrisiken gemeldet werden, liegt es in der Verantwortung des Lenovo Product Security Incident
Response Teams (PSIRT), diese zu untersuchen und die Kunden zu informieren. Sie kénnen dann
vorbeugende MaBnahmen ergreifen, wahrend wir an Lésungen arbeiten.

Die Liste der aktuellen Empfehlungen ist unter der folgenden Adresse verfligbar:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Kapitel 1. Einflihrung
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Technische Daten

Zusammenfassung der Merkmale und technischen Daten des Gehduses und des Knotens. Je nach Modell
treffen einige Angaben mdglicherweise nicht zu.

In der folgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Kategorien von technischen Daten und den
Inhalten der jeweiligen Kategorie.

e Grafikkarten (GPU)

e |ntegrierte Funktionen
* Netzwerk

e RAID-Adapter

e SystemlUfter

* Mindestkonfiguration
flr Debuggingzwecke

® Betriebssysteme

Kategorie Technische Technische Daten des Mechanische Daten des Umgebungsdaten
technischer | Daten des Knotens Knotens
Daten D3
Gehauses
Inhalt . -
i ® Prozessor e Abmessungen Gerauschemissionen
Techni- e Speicher e Gewicht
sche
Daten o M.2-Laufwerk Umgebungstemperatur-
verwaltung
o e Speichererweiterung
Mechani- . Umgebung
echani- [ e Erweiterungs-
sche steckplatze
Daten
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Technische Daten des D3 Gehauses

Zusammenfassung der technischen Daten des ThinkSystem D3 Geh&use.

Technische Daten

Tabelle 1. Technische Daten des Gehduses

Element

Beschreibung

Elektrische Eingangswerte

Das System unterstutzt bis zu drei Hot-Swap-Netzteile:

e CRPS 1.300 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200-240 V AC
¢ CRPS 1.300 Watt Platinum, Eingangsversorgung 200-240 VAC
e CRPS 1.600 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200-240 V AC
¢ CRPS 2.700 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200-240 V AC
e CRPS 2.700 Watt Platinum, Eingangsversorgung 200-240 VAC

Unterstitzte Netzteilkonfigurationen:

e 3 PSUs: 2+1 ohne Uberbelegung (optionale Redundanz)

e 2 PSUs: 1+1 ohne Uberbelegung (optionale Redundanz)

e 1 PSU: 1+0 nur fiir CRPS-Netzteil mit 2.700 Watt, ohne Uberbelegung

Wichtig: Die Netzteile und redundanten Netzteile im Gehause miissen dieselbe
Marke, Nennleistung, Wattleistung oder Effizienzstufe sowie die dieselbe
Verriegelungsfarbe aufweisen.

Anmerkung: Die tatsachliche Energieeffizienz hdngt von der Systemkonfiguration
ab.

Mechanische Daten

Wichtig: Aus Sicherheitsgriinden darf kein Knoten und keine Netzteileinheit im Gehduse installiert sein,
wenn Sie das Gehduse aus dem Rack entfernen oder darin installieren.

Tabelle 2. Mechanische Daten des Gehauses

Element

Beschreibung

Abmessungen

In einem Rack installiertes 2U-Geh&use (2U2N oder 2U4N)
¢ Hohe: 87 mm (3,43 Zoll)

e Tiefe: 898 mm (35,36 Zoll)

e Breite: 448 mm (17,64 Zoll)

e Gewicht:

— Leeres Geh&use (mit Gehdusemittelplatine und PSU-Rahmen): 11,83 kg
(26,08 Ib)

— Maximum (bei bis zu vier 1U- oder bis zu zwei 2U-Knoten und drei installierten
CRPS-Netzteilen): ca. 42,37 kg (93,41 Ib)

Anmerkung: Informationen zu den unterstlitzten Knoten fir das D3 Gehé&use finden Sie unter .

Technische Daten des Knotens

Zusammenfassung der technischen Daten des Knotens. Je nach Modell treffen einige Angaben

moglicherweise nicht zu.

Kapitel 1. Einflihrung
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Prozessor

Prozessor

Unterstitzung fir Intel Xeon Multi Core Prozessoren mit integriertem Speichercontroller und Intel Mesh UPI-Topologie
(Ultra Path Interconnect).

® Bis zu zwei Gold oder Platinum Level Prozessoren mit LGA 4677 Stecksockeln.
e Skalierbar auf bis zu 64 Kerne pro Stecksockel
e Unterstitzt UPI v2.0-Verbindungen mit héherer Breite (x96) und Geschwindigkeit: bis zu 12,8, 14,4, und 16 GT/s

¢ Thermal Design Power (TDP): bis zu 350 Watt
Eine Liste der unterstitzten Prozessoren finden Sie unter: https://serverproven.lenovo.com.

Speicher

Speicher

Ausfihrliche Informationen zur Speicherkonfiguration finden Sie im Abschnitt ,Installationsregeln und -reihenfolge fiir
Speichermodule” im Benutzerhandbuch oder Hardware-Wartungshandbuch.

e Steckplatze: 16 DIMM-Anschlisse (Dual Inline Memory Module) mit Unterstitzung fur bis zu 16 TruDDR5 DIMMs
(8 DIMMs pro Prozessor)

e Jeder Prozessor verfligt Uber 8 Speicherkanale mit 1 DIMM pro Kanal
e Speichermodultypen:
- TruDDR5 RDIMM mit 5.600 MHz: 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8) und 96 GB (2Rx4)
— TruDDR5 10x4 RDIMM mit 5.600 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
— TruDDR5 3DS RDIMM mit 5.600 MHz: 128 GB (4Rx4)
e Geschwindigkeit: Betriebsgeschwindigkeit hangt vom Prozessormodell und den UEFI-Einstellungen ab.
- 5.600 MT/s fur 1 DIMM pro Kanal
¢ Min. Hauptspeicher: 32 GB
e Max. Hauptspeicher: 1 TB (8 x 128 GB)

Eine Liste der unterstiitzten Speichermodule finden Sie unter https://serverproven.lenovo.com.
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M.2-Laufwerk

M.2-Laufwerk

e Bis zu zwei M.2-Laufwerke auf der Systemplatine.
¢ Das System unterstitzt M.2-Laufwerke mit der folgenden Kapazitat:
— SATA M.2-Laufwerk:
- 240GB
- 480GB
- 960 GB
— NVMe M.2-Laufwerk:
- 480GB
- 800GB
- 960 GB
- 1,92TB
- 3,847TB
¢ Die folgenden Formfaktoren werden unterstiitzt:
- 80 mm (2280)

- 110 mm (22110)
Eine Liste der unterstiitzten M.2-Laufwerke finden Sie unter https://serverproven.lenovo.com.

Speichererweiterung

Speichererweiterung

e Bis zu zwei E3.S-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung
Eine Liste unterstitzter Laufwerke finden Sie unter https://serverproven.lenovo.com.

Erweiterungs-steckplatze

Erweiterungssteckplatze

e PCle-Adapterkarte
— Ein PCle-Adapterkarte an der Rickseite des Knotens:
— PCI Express 5.0 x16, HH/HL (einfache Breite)
— PCle-Erweiterungssteckplatz kann PCle-Adapter mit bis zu 75 Watt unterstitzen.
e OCP-Modul
— Ein OCP-Modulsteckplatz

Graphics Processing Unit (GPU)

Graphics Processing Unit (GPU)

e Max. eine flache GPU (75 Watt)
Eine Liste der unterstiitzten GPUs finden Sie unter https://serverproven.lenovo.com.
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Integrierte Funktionen und E/A-Anschliisse

Integrierte Funktionen

und Funktionen zur Remotenutzung von Tastatur, Bildschirm, Maus und Festplattenlaufwerken.

e Ein XCC-Systemmanagementanschluss zur Verbindung mit einem Systemmanagementnetzwerk. Dieser RJ-45-
Anschluss ist fur die Lenovo XClarity Controller-Funktionen vorgesehen und arbeitet mit einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1.000 Mbit/s.

e Anschlisse an der Vorderseite:

Ein serieller Anschluss
Ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss
Ein VGA-Anschluss

Ein externer Diagnoseanschluss

e Anschliisse an der Rlckseite:
- Eine Gruppe aus zwei oder vier Ethernet-Anschlissen auf dem OCP-Ethernet-Adapter
— Ein Mini DisplayPort-Anschluss
- Ein XCC-Systemmanagementanschluss
— Ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss
— Ein USB 2.0-Anschluss mit Lenovo XClarity Controller(XCC)-Systemmanagement
Anmerkung: Die maximale Bildschirmaufldsung betragt 1920 x 1200 bei 60 Hz.

* Lenovo XClarity Controller (XCC) mit Funktionen zur Serviceprozessorsteuerung und Uberwachung, Videocontroller

Netzwerk

Netzwerk

e Zwei oder vier Anschliisse auf dem OCP 3.0-Modul

RAID-Adapter

RAID-Adapter

Der ThinkSystem RAID bietet Software-RAID-Unterstitzung fir M.2-Laufwerke:
¢ Intel VROC Standard: erfordert einen Aktivierungsschliissel und unterstiitzt die RAID-Stufen 0 und 1
¢ Intel VROC Premium: erfordert einen Aktivierungsschlissel und unterstitzt die RAID-Stufen 0 und 1

¢ Intel VROC Boot (flir Prozessoren der 5. Generation): erfordert einen Aktivierungsschlissel und unterstitzt nur
RAID-Stufe 1

* Integrierte SATA-Ports mit Software-RAID-Unterstitzung (Intel VROC SATA RAID, unterstitzt die RAID-Stufen O
und 1)

Der ThinkSystem RAID bietet Software-RAID-Unterstitzung fur E3.S Laufwerke:
¢ Intel VROC Standard: erfordert einen Aktivierungsschlissel und untersttitzt die RAID-Stufen 0 und 1

Weitere Informationen zu unterstitzten RAID/HBA-Adaptern finden Sie unter Lenovo ThinkSystem RAID-Adapter und
HBA - Referenz.

Systemliifter

Systemliifter

Vier 4056 Lufter (40 x 40 x 56 mm)
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Mindestkonfiguration fiir Debuggingzwecke

Mindestkonfiguration fiir Debuggingzwecke

e Zum Starten des Knotens ist die folgende Mindestkonfiguration erforderlich:

Ein Prozessor in Stecksockel 1
Ein Speichermodul in DIMM-Steckplatz 4
Ein Netzteil in PSU-Steckplatz 1

Ein Bootlaufwerk, ein M.2- oder E3.S-Laufwerk und RAID-Adapter, falls konfiguriert (Falls BS fiir
Debuggingzwecke erforderlich ist)

Vier Systemliifter

Betriebssysteme

Betriebssysteme

Unterstitzte und zertifizierte Betriebssysteme:
¢ Microsoft Windows Server

e VMware ESXi

¢ Red Hat Enterprise Linux

e SUSE Linux Enterprise Server

Verweise:

e \Vollstdndige Liste der verfligbaren Betriebssysteme: https://lenovopress.lenovo.com/osig.
¢ Anweisungen zur BS-Implementierung finden Sie im Abschnitt ,Betriebssystem implementieren” auf Seite 62.

Mechanische Daten des Knotens

Zusammenfassung der mechanischen Daten des ThinkSystem SD530 V3 Knotens. Je nach Modell treffen
einige Angaben mdoglicherweise nicht zu.

Abmessungen

ThinkSystem SD530 V3 Knoten

e Hohe: 40,55 mm (1,60 Zoll)

e Breite: 221,4 mm (8,72 Zoll)

e Tiefe: 907 mm (35,71 Zoll) (einschlieBlich E3.S-Laufwerke)

Gewicht

Maximum:

o 7,6kg (16,76 Ib)

Kapitel 1. Einflihrung
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Umgebungsdaten

Zusammenfassung der Umgebungsdaten des Servers. Je nach Modell treffen einige Angaben
moglicherweise nicht zu.

Gerauschemissionen

Gerauschemissionen

Der Server hat die folgende Erklédrung Uber Gerduschemissionen:
¢ Schallleistungspegel (Lwad)

— Inaktivitat: 73 dB (normal), 74 dB (max.)

— Betrieb 1: 73 dB (normal), 74 dB (max.)

— Betrieb 2: 75 dB (normal), 83 dB (max.)
¢ Schalldruckpegel (Lpam):

- Inaktivitat: 57,1 dBA (normal), 57,8 dBA (max.)

— Betrieb 1: 57,1 dBA (normal), 57,8 dBA (max.)

— Betrieb 2: 59,1 dBA (normal), 66,4 dBA (max.)

Anmerkungen:

¢ Diese Gerduschpegel wurden in kontrollierten akustischen Umgebungen entsprechend den in ISO 7779
angegebenen Prozeduren gemessen und gemaB ISO 9296 dokumentiert.

¢ Im Leerlaufmodus ist der Server eingeschaltet, aber flihrt keine bestimmte Funktion aus. Betriebsmodus 1 ist 50 %
der CPU-TDP. Betriebsmodus 2 ist 100 % der CPU-TDP.

¢ Die deklarierten Schallpegel basieren auf den im Folgenden angegebenen Konfigurationen und kénnen je nach
Konfiguration/Zustand anders ausfallen.
(mit vier im Gehause installierten SD530 V3 Knoten)

— Normal: vier 185-Watt-Prozessoren, zweiunddreiBig RDIMMs mit 64 GB, vier E3.S SSDs, vier 1-Gb-OCP-
Module und zwei CRPS-Netzteile mit 2.700 Watt

— Maximal: acht 205-Watt-Prozessoren, vierundsechzig RDIMMs mit 64 GB, acht E3.S SSDs, vier 1-Gb-OCP-
Module, vier GPU-Adapter und drei CRPS-Netzteile mit 2.700 Watt

e Unter Umstanden mussen bei lhrer Serverinstallation behordliche Verordnungen zum Gerduschpegel am
Arbeitsplatz berlicksichtigt werden, wie sie beispielsweise von OSHA oder durch EU-Richtlinien vorgegeben
werden. Die tatsachlichen Schalldruckpegel in Ihrer Installation sind von verschiedenen Faktoren abhéngig,
beispielsweise Anzahl der Racks, GroBe und Ausstattung des Raums sowie Anordnung der Komponenten im
Raum, Gerduschpegel anderer Gerate, Raumumgebungstemperatur und Abstand zwischen Mitarbeitern und den
Geraten. Die Einhaltung dieser behordlichen Bestimmungen héngt von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab,
beispielsweise der Dauer der La&rmbelastung und dem Tragen von Horschutz. Lenovo empfiehlt, von einem
Experten priifen lassen, ob die geltenden Verordnungen bei lhnen eingehalten werden.

Umgebungstemperaturverwaltung

Umgebungstemperaturverwaltung

Passen Sie die Umgebungstemperatur an, wenn bestimmte Komponenten installiert sind.
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Anmerkungen:

e Verwenden Sie beim Installieren von Netzwerkadaptern mit 100 GbE oder héheren Geschwindigkeiten passive

Direct Attach-Kabel, um eine Drosselung zu vermeiden.

¢ Halten Sie die Umgebungstemperatur bei der folgenden Systemkonfiguration auf 35 °C oder niedriger:

Tabelle 3. Konfigurationen mit einem Prozessor, unter 35 °C

Prozessorkonfiguration Bedingt unterstiitzte
Komponenten

Haufig unterstiitzte
Komponenten

— Ein PCle-Adapter
— Kein OCP-Modul

— Ein Prozessor mit TDP von bis zu
350 Wattt

- Hochleistungskiihlkdrper - Kein PCle-Adapter
— Ein OCP-Modul

Bis zu acht RDIMMs mit 96 GB
Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

Anmerkung: Wenn ein E3.S
PM1743-Laufwerk mit 15,36 TB
installiert ist, darf die
Umgebungstemperatur 30 °C
nicht Uberschreiten.

Bis zu zwei M.2-Laufwerke

— Ein PCle-Adapter mit
2 Anschllssen

- Ein OCP-Modul

— Ein Prozessor mit TDP von bis zu
300 Wattt

— Hochleistungskuhlkérper

— Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

— Ein GPU-Adapter
— Ein OCP-Modul

Bis zu acht RDIMMs mit 96 GB
Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

Anmerkung: Wenn ein E3.S
PM1743-Laufwerk mit 15,36 TB
installiert ist, darf die
Umgebungstemperatur 30 °C
nicht Gberschreiten.

Bis zu zwei M.2-Laufwerke

— Bis zu acht 3DS RDIMMs mit
128 GB

— Ein PCle-Adapter mit
2 Anschllssen

— Ein OCP-Modul

— Ein Prozessor mit TDP von bis zu
185 Watt

— Standardkihlkorper

— Bis zu acht 3DS RDIMMs mit
128 GB

— Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

— Bis zu acht RDIMMs mit 96 GB
— Ein GPU-Adapter

Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

Anmerkung: Wenn ein E3.S
PM1743-Laufwerk mit 15,36 TB
installiert ist, darf die
Umgebungstemperatur 30 °C
nicht tGberschreiten.

Bis zu zwei M.2-Laufwerke

Kapitel 1. Einflihrung
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Tabelle 3. Konfigurationen mit einem Prozessor, unter 35 °C (Forts.)

Prozessorkonfiguration

Bedingt unterstiitzte
Komponenten

Haufig unterstiitzte
Komponenten

- Ein OCP-Modul

e Halten Sie die Umgebungstemperatur bei der folgenden Systemkonfiguration auf 30 °C oder niedriger:

Tabelle 4. Konfigurationen mit einem Prozessor, unter 30 °C

Prozessorkonfiguration Bedingt unterstiitzte Haufig unterstiitzte

Komponenten Komponenten
— Ein PCle-Adapter mit
2 Anschllssen
— Ein OCP-Modul
— Ein Prozessor mit TDP von bis zu — Bis zu acht RDIMMs mit 96 GB

— Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschliissen

350 Watt
— Hochleistungskuhlkérper

— Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke
— Bis zu zwei M.2-Laufwerke

— Ein GPU-Adapter
— Ein OCP-Modul

— Ein PCle-Adapter mit

2 Anschlissen — Bis zu acht 3DS RDIMMs mit
- Ein OCP-Modul 128 GB

— Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

— Ein Prozessor mit TDP von bis zu
300 Watt

— Hochleistungskiihlkérper - Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

— Bis zu zwei M.2-Laufwerke

Tabelle 5. Konfigurationen mit zwei Prozessoren, unter 30 °C

Prozessorkonfiguration Bedingt unterstiitzte

Komponenten

Haufig unterstiitzte
Komponenten

Ein GPU-Adapter
— Zwei Prozessoren mit TDP von

) — Ein OCP-Modul
bis zu 150 Watt — Bis zu sechzehn RDIMMs mit
- Prozessor 1 mit — Ein PCle-Adapter mit 64 GB
Standardkiihlkdrper 2 Anschlissen — Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke
— Prozessor 2 mit - Ein OCP-Modul — Bis zu zwei M.2-Laufwerke

Hochleistungskuihlkorper

Ein PCle-Adapter
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Tabelle 5. Konfigurationen mit zwei Prozessoren, unter 30 °C (Forts.)

Prozessorkonfiguration

Bedingt unterstiitzte
Komponenten

Haufig unterstiitzte
Komponenten

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

¢ Halten Sie die Umgebungstemperatur bei der folgenden Systemkonfiguration auf 25 °C oder niedriger:

Tabelle 6. Konfigurationen mit einem Prozessor, unter 25 °C

Prozessorkonfiguration

Bedingt unterstiitzte
Komponenten

Haufig unterstitzte
Komponenten

— Ein Prozessor mit TDP von bis zu
350 Wattt

— Hochleistungskuihlkérper

— Ein PCle-Adapter mit
2 Anschlissen

— Ein OCP-Modul

— Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

— Bis zu acht 3DS RDIMMs mit
128 GB

— Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

— Bis zu zwei M.2-Laufwerke

Tabelle 7. Konfigurationen mit zwei Prozessoren, unter 25 °C

Prozessorkonfiguration

Bedingt unterstiitzte
Komponenten

Haufig unterstiitzte
Komponenten

— Zwei Prozessoren mit TDP von
bis zu 205 Watt

— Prozessor 1 mit
Standardkiihlkdrper

— Prozessor 2 mit
Hochleistungskuhlkérper

— Ein PCle-Adapter mit
2 Anschlissen

— Ein OCP-Modul

— Ein PCle-Adapter

— Ein OCP-Modul mit 2
Anschlissen

— Ein GPU-Adapter
— Ein OCP-Modul

— Bis zu sechzehn RDIMMs mit
64 GB

— Bis zu zwei E3.S 1T-Laufwerke

— Bis zu zwei M.2-Laufwerke

Kapitel 1. Einflihrung
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Umgebung

Umgebung

ThinkSystem SD530 V3 entspricht den ASHRAE Klasse A2-Spezifikationen. Die Systemleistung wird méglicherweise
beeinflusst, wenn die Betriebstemperatur auBerhalb der technischen Daten der ASHRAE Klasse A2 liegt.

Je nach Hardwarekonfiguration entspricht der SD530 V3 auch den technischen Daten der ASHRAE Klasse H1. Die
Systemleistung wird mdglicherweise beeinflusst, wenn die Betriebstemperatur auBerhalb der technischen Daten der
ASHRAE Klasse H1 liegt.

e Lufttemperatur:
- Eingeschaltet

— ASHRAE Klasse A2: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F); die maximale Umgebungstemperatur nimmt ab einer Hohe
von 900 m (2.953 ft.) pro 300 m (984 ft.) Héhenanstieg um 1 °C ab.

— ASHRAE Klasse H1: 5 bis 25 °C (41 bis 77 °F); die maximale Umgebungstemperatur nimmt ab einer H6he von
900 m (2.953 ft.) pro 300 m (984 ft.) Hohenanstieg um 1 °C ab.

— Ausgeschaltet: 5 bis 45 °C (41 bis 113 °F)
— Bei Transport/Lagerung: -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
e Maximale Hohe: 3.050 m (10.000 ft.)
¢ Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend):
- Eingeschaltet
— ASHRAE Klasse A2: 8 % bis 80 %, maximaler Taupunkt: 21 °C (70 °F)
— ASHRAE Klasse H1: 8 bis 80 %, maximaler Taupunkt: 17 °C (62,6 °F)
— Transport/Lagerung: 8 bis 90 %
¢ Verunreinigung durch Staubpartikel

Achtung: Staubpartikel in der Luft (beispielsweise Metallsplitter oder andere Teilchen) und reaktionsfreudige Gase,
die alleine oder in Kombination mit anderen Umgebungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, auftreten,
kénnen fir den in diesem Dokument beschriebenen Server ein Risiko darstellen. Informationen zu den Grenzwerten
fur Partikel und Gase finden Sie unter ,Verunreinigung durch Staubpartikel” auf Seite 14.

Anmerkung: Der Server ist fUr eine standardisierte Rechenzentrumsumgebung konzipiert. Es empfiehlt sich, ihn in
einem industriellen Rechenzentrum einzusetzen.

Verunreinigung durch Staubpartikel

Achtung: Staubpartikel in der Luft (beispielsweise Metallsplitter oder andere Teilchen) und reaktionsfreudige
Gase, die alleine oder in Kombination mit anderen Umgebungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit oder
Temperatur, auftreten, kénnen flr den in diesem Dokument beschriebenen Server ein Risiko darstellen.

Zu den Risiken, die aufgrund einer vermehrten Staubbelastung oder einer erhdhten Konzentration
gefahrlicher Gase bestehen, zahlen Beschadigungen, die zu einer Stérung oder sogar zum Totalausfall der
Einheit fihren kénnen. Durch die in dieser Spezifikation festgelegten Grenzwerte fir Staubpartikel und Gase
sollen solche Beschadigungen vermieden werden. Diese Grenzwerte sind nicht als unveranderliche
Grenzwerte zu betrachten oder zu verwenden, da viele andere Faktoren, wie z. B. die Temperatur oder der
Feuchtigkeitsgehalt der Luft, die Auswirkungen von Staubpartikeln oder korrosionsférdernden Stoffen in der
Umgebung sowie die Verbreitung gasférmiger Verunreinigungen beeinflussen kénnen. Sollte ein bestimmter
Grenzwert in diesem Dokument fehlen, missen Sie versuchen, die Verunreinigung durch Staubpartikel und
Gase so gering zu halten, dass die Gesundheit und die Sicherheit der beteiligten Personen dadurch nicht
gefahrdet sind. Wenn Lenovo feststellt, dass die Einheit aufgrund einer erhéhten Konzentration von
Staubpartikeln oder Gasen in Ihrer Umgebung beschadigt wurde, kann Lenovo die Reparatur oder den
Austausch von Einheiten oder Teilen unter der Bedingung durchfiihren, dass geeignete MaBnahmen zur
Minimierung solcher Verunreinigungen in der Umgebung des Servers ergriffen werden. Die Durchfiihrung
dieser MaBBnahmen obliegen dem Kunden.
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Tabelle 8. Grenzwerte fiir Staubpartikel und Gase

Verunreinigung Grenzwerte

Reaktionsfreudige | Schweregrad G1 gemaB ANSI/ISA 71.04-19851:
Gase

¢ Die Reaktivitatsrate von Kupfercoupons muss unter 200 Angstrbm pro Monat (A/Monat =
0,0035 pg/cm? Gewichtszunahme pro Stunde) liegen.?

¢ Die Reaktivitatsrate von Silbercoupons muss unter 200 Angstrom pro Monat (A/Monat =
0,0035 pg/cm? Gewichtszunahme pro Stunde) liegen.3

* Die reaktive Uberwachung von korrosionsférdernden Gasen muss ungeféahr 5 cm (2 in.) vor
dem Rack auf der Luftzufuhrseite in 1/4 und 3/4 Rahmenh&he vom FuBboden weg ausgefihrt
werden, wo die Luftstromgeschwindigkeit weitaus héher ist.

Staubpartikel in Rechenzentren missen die Reinheitsstufe des Standards ISO 14644-1 Klasse 8 erfiillen.
der Luft
Fir Rechenzentren ohne konditionierte AuBenluftzufuhr kann die Reinheitsstufe des Standards
ISO 14644-1 Klasse 8 erfiillt werden, indem eine der folgenden Filtrationsmethoden ausgewéhit
wird:

¢ Die Raumluft kann mit MERV-8-Filtern fortlaufend gefiltert werden.

e Luft, die in ein Rechenzentrum eintritt, kann mit MERV-11- oder noch besser mit MERV-13-
Filtern gefiltert werden.

Bei Rechenzentren mit konditionierter AuBenluftzufuhr hangt die Auswahl der Filter zum Erreichen
der ISO-Reinheitsstufe Klasse 8 von den spezifischen Bedingungen im Rechenzentrum ab.

¢ Die relative hygroskopische Feuchtigkeit sollte bei Verunreinigung durch Staubpartikel mehr
als 60 % relative Feuchtigkeit betragen“.

* Rechenzentren miissen frei von Zink-Whiskern sein®.

cu
1 ANSI/ISA-71.04-1985. Umgebungsbedingungen fiir Prozessmessung und Kontrollsysteme: luftiibertragene
Verunreinigungen. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

2 Bei der A;bleitung der Aquivalenz zwischen der Rate des Anwachsens der Produktdicke bei der Korrosion von
Kupfer in A/Monat und der Rate der Gewichtszunahme wird angenommen, dass Cu2S und Cu20 in gleichen
Proportionen wachsen.

3 Bei der Ableitung der Aquivalenz zwischen der Rate des Anwachsens der Produktdicke bei der Korrosion von
Silber in A/Monat und der Rate der Gewichtszunahme wird angenommen, dass Ag2S das einzige
Korrosionsprodukt ist.

4 Die relative hygroskopische Feuchtigkeit der Verunreinigung durch Staubpartikel ist die relative Feuchtigkeit, bei
der der Staub genug Wasser absorbiert, um nass zu werden und lonen leiten zu kénnen.

5 Oberflachenschmutz wird in 10 nach dem Zufallsprinzip ausgew&hlten Bereichen des Rechenzentrums auf einer
Scheibe von 1,5 cm Durchmesser von elektrisch leitendem Klebeband auf einem Metallgriff gesammelt. Werden
bei der Uberpriifung des Klebebandes in einem Scanner-Elektronenmikroskop keine Zink-Whisker festgestellt, gilt
das Rechenzentrum als frei von Zink-Whiskern.
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Verwaltungsoptionen

Mithilfe des in diesem Abschnitt beschriebenen XClarity-Portfolios und der anderen Optionen zur
Systemverwaltung kénnen Sie Server bequemer und effizienter verwalten.

Ubersicht

Optionen Beschreibung

Baseboard Management Controller (BMC)

Konsolidiert die Serviceprozessorfunktionalitat, Super-E/A-Funktionen,
Videocontrollerfunktionen und eine Remote-Presence-Funktion in einem einzigen
Chip auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) des Servers.

Schnittstelle
e CLI-Anwendung
e Webschnittstelle

Mobile Anwendung
Redfish API

Lenovo XClarity Controller

Verwendung und Downloads

https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Anwendung, die XCC-Ereignisse dem lokalen BS-Systemprotokoll meldet.

Schnittstelle

e CLI-Anwendung
Lenovo XCC Logger Utility

Verwendung und Downloads
® https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-linux/

® https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-windows/

Zentrale Schnittstelle fir Verwaltung mehrerer Server.

Schnittstelle
e Webschnittstelle

Lenovo XClarity Administrator | ® Mobile Anwendung
e REST API

Verwendung und Downloads

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.Ixca.doc/aug_product_page.html
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Optionen Beschreibung

Portables, leichtes Toolset fir Serverkonfiguration, Datenerfassung und
Firmwareaktualisierungen. Eignet sich sowohl fir Verwaltung von einem als auch
mehreren Servern.

Schnittstelle

Lenovo XClarity Essentials ¢ OneCLI: CLI-Anwendung
Toolset ¢ Bootable Media Creator: CLI-Anwendung, GUI-Anwendung

e UpdateXpress: GUI-Anwendung
Verwendung und Downloads

https://pubs.lenovo.com/Ixce-overview/

UEFI-basiertes integriertes GUI-Tool auf einem einzelnen Server, das
Verwaltungsaufgaben vereinfachen kann.

Schnittstelle

e Webschnittstelle (BMC-Fernzugriff)
¢ GUI-Anwendung

Lenovo XClarlty PrOViSiOning Verwendung und Downloads
Manager

https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

Wichtig:

Welche Version von Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) unterstitzt wird,
variiert je nach Produkt. Alle Versionen von Lenovo XClarity Provisioning Manager
werden in diesem Dokument als Lenovo XClarity Provisioning Manager und LXPM
bezeichnet, sofern nicht anders angegeben. Die unterstitzte LXPM-Version fir Ihren
Server finden Sie unter https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.

Eine Reihe von Anwendungen, die die Verwaltungs- und Uberwachungsfunktionen
der physischen Lenovo Server in die Software integrieren, die in einer bestimmten
Implementierungsinfrastruktur verwendet wird, wie VMware vCenter, Microsoft Admin
Center oder Microsoft System Center, wahrend zusétzliche Workload-
Mehrfachverfligbarkeit unterstitzt wird.

Lenovo XClarity Integrator Schnittstelle

¢ GUI-Anwendung
Verwendung und Downloads

https://pubs.lenovo.com/Ixci-overview/
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Optionen Beschreibung
Anwendung, die Stromversorgung und Temperatur des Servers verwalten und
Uberwachen kann.
) Schnittstelle
Lenovo XClarity Energy
Manager L4 WebSChnittSte"e
Verwendung und Downloads
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem
EnergieverbrauchssteuerungAnwendung, die die Stromverbrauchsplanung fir einen
Server oder ein Rack unterstitzt.
Schnittstelle
Lenovo Capacity Planner o Webschnittstelle
Verwendung und Downloads
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ilcp
Funktionen
Funktionen
:;':_n' Ereig- Stro-
. Mehrsys- BS- Svst reak- nis-/ Be- mver-
Optionen tem- Imple- ystem- ) Alert- | stand/ | brau- | Strom-
. konfigu- | tuali- .
Verwal- mentie- . . liber- Proto- | chss- | planung
ration sie-
tung rung run- wa- kolle teue-
gen chung rung
Lenovo XClarity Controller Vv V2 Vv V4
Lenovo XCC Logger Utility v
Lenovo XClarity o 4
Administrator v 4 4 v 4 v
Lenovo OneCLI v V2 v v
XClarity .
" Bootable Media o 4
Essenti- | o oior v V V
als
Toolset UpdateXpress v V2
Lenovo XClarity Provisioning 3 .
Manager v v v v
Lenovo XClarity Integrator Vv V6 v v v v V7
Lenovo XClarity Energy
Manager v v v
Lenovo Capacity Planner Ve
Anmerkungen:

1. Die meisten Optionen kénnen Uber die Lenovo-Tools aktualisiert werden. Einige Optionen, wie die GPU-
Firmware oder die Omni-Path-Firmware, erfordern die Verwendung von Anbietertools.
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. Die Server-UEFI-Einstellungen fir ROMs fir Zusatzeinrichtungen missen auf Automatisch oder UEFI
festgelegt werden, damit die Firmware mit Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials
oder Lenovo XClarity Controller aktualisiert werden kann.

. Firmwareaktualisierungen gelten nur fir Aktualisierungen von Lenovo XClarity Provisioning Manager,
Lenovo XClarity Controller und UEFI. Firmwareaktualisierungen fir Zusatzeinrichtungen, wie z. B.
Adapter, werden nicht unterstuitzt.

. Die Server-UEFI-Einstellungen fir ROMs fiir Zusatzeinrichtungen miissen auf Automatisch oder UEFI
festgelegt werden, damit detaillierte Adapterkarteninformationen, z. B. Modellname und
Firmwareversion, in Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller oder Lenovo XClarity
Essentials angezeigt werden kénnen.

. Begrenzter Bestand.

. Die Lenovo XClarity Integrator Bereitstellungsprifung fir den System Center Configuration Manager
(SCCM) unterstiitzt die Windows-Betriebssystembereitstellung.

. Die Stromverbrauchssteuerungs-Funktion wird nur durch Lenovo XClarity Integrator fir VMware vCenter

unterstitzt.

. Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Zusammenfassungsdaten der Stromversorgung fir Ihren
Server mit Lenovo Capacity Planner Uberpriifen, bevor Sie neue Teile kaufen.

Kapitel 1. Einflihrung
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Kapitel 2. Hardwarekomponenten

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zu allen Komponenten im D3 Gehduse und SD530 V3-Knoten.

Vorderansicht

In den folgenden Abschnitten sind die Steuerelemente, Anzeigen und Anschliisse an der Vorderseite des D3
Gehause und SD530 V3-Knotens dargestellt.

Vorderansicht des D3 Gehauses

In den folgenden Abbildungen wird die Vorderansicht des Gehduses mit installierten Knoten dargestellt.

Das ThinkSystem D3 Geh&use kann bis zu vier 1U-Knoten oder bis zu zwei 2U-Knoten enthalten.
Wichtig:

¢ Um eine ordnungsgemaBe Kiihlung sicherzustellen, muss vor dem Einschalten der Knoten im Gehé&use in
jedem Knotenrahmen entweder ein Knoten oder eine Abdeckblende fiir den Knotenrahmen installiert
werden.

¢ Die Installation von Knoten muss entsprechend der Reihenfolge der Einbaurahmennummerierung
erfolgen.

Vier 1U-Knoten

Far vier 1TU-Knoten: Die beiden Knoten in den rechten Einbaurahmen (I und B ) muss mit der Oberseite
nach unten installiert werden.

In der folgenden Abbildung ist die Vorderseite des Gehduses mit den entsprechenden Knotenrahmen im
Gehause dargestellt.
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Abbildung 1. Vorderansicht des Gehduses mit vier 1U-Knoten

H Knotenrahmen 3 A Knotenrahmen 4

Knotenrahmen 1 H Knotenrahmen 2

Zwei 2U-Knoten
Zwei 2U-Knoten: Der Knoten in Einbaurahmen 2 () muss mit der Oberseite nach unten installiert werden.

In der folgenden Abbildung ist die Vorderseite des Gehduses mit den entsprechenden Knotenrahmen im
Gehause dargestellt.
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Abbildung 2. Vorderansicht des Gehduses mit zwei 2U-Knoten

Knotenrahmen 1 H Knotenrahmen 2

Vorderansicht des Knotens

In den folgenden Abbildungen sind die Steuerelemente und Anschliisse an der Vorderseite des ThinkSystem
SD530 V3 Knotens dargestellt. Je nach Konfiguration werden einige der Komponenten oder Anschlisse
moglicherweise nicht unterstitzt.

Vorderansicht des SD530 V3 Knotens

In der folgenden Abbildung sind die Komponenten und Anschliisse an der Vorderseite des ThinkSystem
SD530 V3 Knotens dargestellt.
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Abbildung 3. Vorderansicht des ThinkSystem SD530 V3 Knotens

Tabelle 9. Komponenten an der Vorderseite des ThinkSystem SD530 V3 Knotens

Kl E3.S-Laufwerkposition A Anschluss flr externes Diagnosegerat

Hl Betriebsanzeige Tasten und Anzeigen der vorderen Bedienerkonsole
H Statusanzeige fur Laufwerk H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

A Herausziehbare Informationskarte Kl VGA-Anschluss

H Serieller Anschluss

H E3.S-Laufwerkpositionen

¢ |[nstallieren Sie E3.S-Laufwerke oder Abdeckblenden flr Laufwerke in diesen Positionen (siehe ,Laufwerk
austauschen® im Benutzerhandbuch oder Hardware-Wartungshandbuch).

¢ Weitere Informationen zu den Laufwerkanzeigen finden Sie unter ,Laufwerkanzeigen® auf Seite 31.

H und H Betriebsanzeige und Statusanzeige fiir Laufwerk

Weitere Informationen zu den Betriebs- und Statusanzeigen des Laufwerks finden Sie unter
sLaufwerkanzeigen® auf Seite 31.

I Herausziehbare Informationskarte

Diese Karte enthélt die folgenden Informationen:
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¢ Netzwerkinformationen, z. B. die MAC-Adresse und das XCC-Netzwerkzugriffsetikett
e Laufwerkpositionsnummern

Weitere Informationen zu dieser Karte finden Sie unter ,,System identifizieren und auf Lenovo XClarity
Controller zugreifen“ auf Seite 47.

H Serieller Anschluss

An diesem Anschluss kénnen Sie eine serielle Einheit mit 9-poligem Stecker anschlieen.

A Anschluss fiir externes Diagnosegerét

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines externen Diagnosegeréats.

Weitere Informationen finden Sie unter ,Externes Diagnosegerat” auf Seite 37.

Tasten und Anzeigen der vorderen Bedienerkonsole

Weitere Informationen zu den Tasten und Anzeigen der vorderen Bedienerkonsole finden Sie unter ,,Anzeigen

an der vorderen Bedienerkonsole® auf Seite 32.

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

An diesen Anschluss kénnen Sie eine USB-Einheit anschlieBen, z. B. eine Maus, Tastatur oder andere
Einheit.

K2 VGA-Anschluss
Zum AnschlieBen eines Bildschirms.

Anmerkung: Die maximale Bildschirmauflésung betragt 1920 x 1200 bei 60 Hz.

Ruckansicht
Die folgenden Abschnitte zeigen die Rlickansicht des D3 Gehduse und des SD530 V3-Knotens.

Riickansicht des D3 Gehauses
Die folgenden Abbildungen zeigen die Riickansicht des ThinkSystem D3 Gehéause.

Anmerkungen:

1. Je nach Konfiguration weicht lhre Hardware mdglicherweise leicht von den Abbildungen in diesem
Abschnitt ab.

2. Das ThinkSystem D3 Gehause kann bis zu vier 1U-Knoten oder bis zu zwei 2U-Knoten enthalten.

Wichtig:

Kapitel 2. Hardwarekomponenten
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¢ Um eine ordnungsgemaBe Kiihlung sicherzustellen, muss vor dem Einschalten der Knoten im Gehé&use in
jedem Knotenrahmen entweder ein Knoten oder eine Abdeckblende fiir den Knotenrahmen installiert
werden.

Riickansicht des D3 Gehauses
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Abbildung 4. Riickansicht des Gehéduses

Tabelle 10. Komponenten an der Riickseite des D3 Gehduse

PSU-Steckplatz 1 (die PSU mit dem Lifter nach unten | I8 Knotenrahmen (die Knoten miissen richtig herum
installiert werden) installiert werden)

H PSU-Steckplatz 2 (die PSU mit dem Lufter nach oben H Knotenrahmen (die Knoten missen mit der Oberseite
installiert werden) nach unten installiert werden)

H PSU-Steckplatz 3 (die PSU mit dem Lifter nach oben
installiert werden)

/ A/ B PSU-Steckplatze

Installieren Sie die Netzteileinheiten in diesen Steckplatzen und schlieBen Sie Netzkabel an. Stellen Sie
sicher, dass die Netzkabel ordnungsgemaB angeschlossen sind.

Wichtig: Wenn Sie die Netzteileinheiten installieren, miissen Sie die Anweisungen auf dem Etikett der
jeweiligen Steckplatze befolgen.

¢ In Steckplatz 1 (/) muss die PSU mit dem Lifter nach unten installiert werden.

¢ In den Steckplatzen 2 und 3 (A und H) missen die PSUs mit dem Lifter nach oben installiert werden.

Nachfolgend werden die Netzteile aufgefuhrt, die vom System unterstitzt werden:
e CRPS 1.300 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200-240 V AC
¢ CRPS 1.300 Watt Platinum, Eingangsversorgung 200-240 VAC
¢ CRPS 1.600 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200-240 V AC
¢ CRPS 2.700 Watt Titanium, Eingangsversorgung 200240 V AC
e CRPS 2.700 Watt Platinum, Eingangsversorgung 200-240 VAC

Weitere Informationen zur Netzteilanzeige finden Sie unter ,,Netzteilanzeige” auf Seite 33.

Ruckansicht des Knotens

In den folgenden Abbildungen sind die Steuerelemente und Anschliisse an der Rickseite des ThinkSystem
SD530 V3 Knotens dargestellt.Je nach Konfiguration werden einige der Komponenten oder Anschliisse
mdglicherweise nicht unterstitzt.
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Abbildung 5. Riickansicht

Tabelle 11. Ansicht der Komponenten an der Rlickseite

A USB 2.0-Anschluss mit Lenovo XClarity Controller

PCle-Steckplatz 1 (XCC)-Verwaltung

H OCP-Steckplatz H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

A XCC-Systemmanagementanschluss (10/100/

H Mini DisplayPort-Anschluss 1,000 Mbit/s RJ-45)

PCle-Steckplatze
Installieren Sie PCle-Adapter in der Adapterkarte.

Tabelle 12. PCle-Steckplétze

PCle-Steckplatz 1 PCI Express 5.0 x16, HH/HL, 75 Watt

H OCP-Steckplatz

Das System kann ein OCP-Modul fiir Netzwerkverbindungen mit 2 oder 4 Anschllssen unterstiitzen. Die
Anschlussnummerierung ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

= @ |s

Abbildung 6. Anschlussnummerierung — OCP-Modul mit 2 Anschliissen

(e [

Abbildung 7. Anschlussnummerierung — OCP 3.0-Modul mit 4 Anschllissen

H Mini DisplayPort-Anschluss
SchlieBen Sie eine Mini DisplayPort-kompatible Videoeinheit an diesen Anschluss an, z. B. einen Bildschirm.

Anmerkung: Die maximale Bildschirmauflésung betragt 1920 x 1200 bei 60 Hz.
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A USB 2.0-Anschluss mit Lenovo XClarity Controller(XCC)-Verwaltung

Anmerkung: Dies ist der einzige USB-Anschluss, der die USB-Automatisierungsaktualisierung des
Firmware- und RoT-Sicherheitsmoduls unterstitzt.

Die Verbindung zum Lenovo XClarity Controller wird hauptsachlich mit einem mobilen Geréat genutzt, auf
dem die mobile App Lenovo XClarity Controller ausgefihrt wird. Wenn ein mobiles Gerét an diesen USB-
Anschluss angeschlossen ist, wird eine Ethernet-over-USB-Verbindung zwischen der mobilen App, die auf
dem Gerat ausgeflihrt wird, und Lenovo XClarity Controller hergestelit.

Wabhlen Sie Netzwerk in BMC-Konfiguration aus, um Einstellungen anzuzeigen oder zu dndern.
Vier Typen an Einstellungen sind verfligbar:

¢ Nur-Host-Modus

In diesem Modus ist der USB-Anschluss immer nur mit dem Server verbunden.
¢ Nur-BMC-Modus

In diesem Modus ist der USB-Anschluss immer nur mit Lenovo XClarity Controller verbunden.
¢ Gemeinsam genutzter Modus: Eigentiimer BMC

In diesem Modus wird die Verbindung zum USB-Anschluss gemeinsam vom Server und Lenovo XClarity
Controller genutzt, wahrend der Anschluss zum Lenovo XClarity Controller umgeschaltet wird.

¢ Gemeinsam genutzter Modus: Eigentiimer Host

In diesem Modus wird die Verbindung zum USB-Anschluss gemeinsam vom Server und Lenovo XClarity
Controller genutzt, wahrend der Anschluss zum Server umgeschaltet wird.

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

An diesen Anschluss konnen Sie eine USB-Einheit anschlieBen, z. B. eine Maus, Tastatur oder andere
Einheit.

A XCC-Systemmanagementanschluss (10/100/1.000 Mbit/s RJ-45)

Der Knoten verfligt Uber einen 10/100/1.000 Mbit/s RJ-45-Anschluss, der fir Lenovo XClarity Controller
vorgesehen ist und auf den nicht direkt Gber das Produktionsnetzwerk zugegriffen werden kann. Ein
dediziertes Verwaltungsnetzwerk bietet zusatzliche Sicherheit, indem der Datenverkehr des
Verwaltungsnetzwerks vom Produktionsnetzwerk physisch getrennt wird. Mit dem
Konfigurationsdienstprogramm kdnnen Sie den Knoten so konfigurieren, dass er ein dediziertes
Systemmanagementnetz oder ein gemeinsam genutztes Netz verwendet.

Weitere Informationen finden Sie hier:

¢  Netzwerkverbindung flr den Lenovo XClarity Controller festlegen“ auf Seite 53
e _Anzeigen flir XCC-Systemmanagement-Anschluss” auf Seite 36

Ansicht von oben
Die folgende Abbildung enthélt Informationen zur Ansicht von oben des ThinkSystem SD530 V3 Knotens.

Anmerkung: Je nach Konfiguration weicht Inre Hardware mdglicherweise leicht von den Abbildungen in
diesem Abschnitt ab.
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Abbildung 8. Ansicht von oben beim SD530 V3
Tabelle 13. Komponenten der Ansicht von oben
E3.S-Laufwerkhalterung Sammelschiene
H E3.S Rickwandplatine fiir Laufwerke H Lifter und Lifterrahmen
H DIMMs 1-8 K1 GPU-Luftkanal®
A Prozessor 1 PCle-Adapterkartenbaugruppe”
H Prozessor 2 E/A-Modul an der Riickseite”
A DIMMs 9-16 Stromversorgungsplatine

Anmerkung: “Je nach Konfiguration enthélt der Knoten diese Komponente moglicherweise nicht.

Mittelplatine des D3 Gehduses

In der folgenden Abbildung sind die Positionen und Anschliisse der Gehdusemittelplatine dargestellt.
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Abbildung 9. Position und Anschlisse der D3 Geh&usemittelplatine

K PSU-Rahmen

H PDB-Anschlisse

H D3 Geh&usemittelplatine

1 PSU-Anschlisse

H PSU-Rahmen: Informationen zu den PSU-Steckplatzen finden Sie unter ,Riickansicht des D3 Gehauses*

auf Seite 23.

H D3 Geh&usemittelplatine: Informationen zum Austausch von PSU-Rahmen und D3 Geh&ausemittelplatine
finden Sie unter ,,PSU-Rahmen und Mittelplatine des Gehauses austauschen” im Benutzerhandbuch oder

Hardware-Wartungshandbuch.

H PDB-Anschlisse: Wenn ein Knoten im Geh&duse installiert ist, ist die Stromversorgungsplatine (PDB) im
Knoten mit dem entsprechenden Anschluss an der Gehdusemittelplatine verbunden.

A PSU-Anschlisse: Wenn eine Hot-Swap-Netzteileinheit (PSU) im PSU-Rahmen installiert ist, ist die PSU
mit dem entsprechenden Anschluss an der Gehdusemittelplatine verbunden.

Anmerkungen:

¢ Die Firmware der Mittelplatine des D3 Gehauses kann Uiber Lenovo XClarity Controller (XCC) und Lenovo
XClarity Essentials OneCLI (LXCE OneCLI) aktualisiert werden. Nur der Caretaker-Knoten kann diese

Aktualisierung durchfiihren.

e StandardmaBig wird der Caretaker-Knoten automatisch von der PSoC-Firmware (Programmable System
on Chip) auf der Gehdusemittelplatine ausgewahlt, sofern nicht anders angegeben.
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¢ Weitere Informationen zu den Werkzeugen fir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter .

Layout der Systemplatine

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen Uber die Anschlisse, Schalter und Briicken, die auf der

Systemplatine verfiigbar sind.

Weitere Informationen zu den Anzeigen auf der Systemplatine finden Sie unter ,Anzeigen auf der

Systemplatine“ auf Seite 35.

Anschliisse auf der Systemplatine

In den folgenden Abbildungen sind die internen Anschllsse auf der Systemplatine dargestellt.
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Tabelle 14. Anschliisse auf der Systemplatine

H Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul-Anschluss

I Knoten-Seitenbandanschluss

H OCP-Signalanschluss

(Reserviert)

H Anschluss fir PCle-Adaptersteckplatz 1 (Genb5)

NVMe-Anschluss 0-1 (Gen5)

A RAID-Signalanschluss

SATA-Anschluss

H OCP-Netzstrom- und Seitenbandanschluss

Hil Anschluss fir PCle-Adaptersteckplatz 1 (Genb)

M Busleistenanschluss

I CMOS-Batteriesockel

RAID-Netzteilanschluss

PP M.2-Position 0

H Anschluss fir Lifter 1

EEl M.2-Position 1

K2 (Reserviert)

P microSD-Kartensockel

Anschluss fur Lufter 2

A Serieller Anschluss

I Netzteilanschluss der Rickwandplatine

A Anschluss firr externes Diagnosegerat

Anschluss fur Lifter 3

USB-Anschluss

Netzteilanschluss fir PCle-Adapter

EH E/A-Signalanschluss an der Riickseite

I Anschluss fir Lifter 4

X1 VGA-Anschluss

I P12V AUX Netzteilanschluss

Kapitel 2. Hardwarekomponenten
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Schalter auf der Systemplatine

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Schalter, Briicken und Tasten auf der Systemplatine des
Servers.

Wichtig:

1. Schalten Sie den Server aus, bevor Sie Schaltereinstellungen andern oder Briicken versetzen. Trennen
Sie dann die Verbindungen zu allen Netzkabeln und externen Kabeln. Priifen Sie die folgenden
Informationen:

¢ https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

e Installationsrichtlinien®, ,Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten“ und ,Server ausschalten”
im Benutzerhandbuch oder Hardware-Wartungshandbuch.

2. Alle Schalter- oder Briickenblécke auf der Systemplatine, die in den Abbildungen in diesem Dokument
nicht dargestellt sind, sind reserviert.

Anmerkung: Wenn sich oben auf den Schalterblécken eine durchsichtige Schutzfolie befindet, missen Sie
sie entfernen und beiseite legen, um auf die Schalter zugreifen zu kénnen.

:

Abbildung 10. Schalter auf der Systemplatine

SW5 H SW13
Schalterblock SW5
Tabelle 15. Definition des SW5-Schalterblocks
Nummer Verwendungsbeschreibung
des Schaltername -
Schalters Ein Aus
Zurlicksetzen von BMC Erzwingt Zuriicksetzen (Hot Reset)
1 erzwingen des BMC-Chips Normal (Standard)
Zurlcksetzen von BMC- Erzwingt Zuriicksetzen (Warm Reset)
2 CPU erzwingen von XCC und CPU Normal (Standard)
3 ME-Sicherheit auBer Kraft A!(tiviert ME-Modus mit niedriger Normal (Standard)
setzen Sicherheit
4 Kennwort I6schen Erzwingt Zurticksetzen des UEFI- Normal (Standard)
Kennworts
5 Niedrige Sicherheit A!(tiviert ?(CC-Modus mit niedriger Normal (Standard)
Sicherheit
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Tabelle 15. Definition des SW5-Schalterblocks (Forts.)

Nummer Verwendungsbeschreibung
des Schaltername -
Schalters Ein Aus
6 ME-Wiederherstellung E]rf"(vﬂiggt Wiederherstellungsmodus Normal (Standard)
Erzwungene BMC- .
7 Aktualisierung Erzwingt XCC-Bootvorgang Normal (Standard)
FPGA- ; ird i i
. Netzstromberechtigung wird ignoriert,
8 Netzstromberechtigung System kann eingeschaltet werden Normal (Standard)
auBer Kraft setzen
Schalterblock SW13
Tabelle 16. Definition des SW13-Schalterblocks
Nummer Verwendungsbeschreibung
des Schaltername -
Schalters Ein Aus
1 (Reserviert) (Reserviert) Normal (Standard)
2 Debug Atscale Erzwipgt Aktivierung der Atscale- Normal (Standard)
Funktion
3 RTS (Echtzeituhr) Léscht CMOS-Daten Normal (Standard)
zuriicksetzen
4 FPGA MFG-Modus Aktiviert FPFGA MFG-Modus Normal (Standard)
Normal (Standard)
5 Seriellen Anschluss Sendet den XCC an seriellen
auswahlen Sendet uEFI-Debug-Nachricht an Anschluss
seriellen Anschluss
6 (Reserviert) (Reserviert) Normal (Standard)
7 PFR umgehen Aktiviert PFR-Umgehung Normal (Standard)
Physische Prasenz von
8 BMC Trusted Platform Bestatigt physische TPM-Prasenz Normal (Standard)
Module (TPM)

Systemanzeigen und Diagnoseanzeige

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den verfligbaren System- und Diagnoseanzeigen.

Weitere Informationen find